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Produkt Datenblatt Typ:

Gruppe: Kuhlkorper PCB Montage

Fir Einzelmontage
Breite :
Hoéhe :
Lange :

Minimaler Warmewiderstand :

Far Halbleitergeh&use :

Halbleitermontage :
Kuhlkérpermontage :
Oberflache :

Material :

30 mm

10 mm

30 mm

9,6 K/W
PGA|BGAJIC
Kleben
Kleben

PG3030/10/SE/SF

04. Apr. 17

Schwarz eloxiert

AlMgSio,5

- Kuhlkorper fur Mikroprozessoren (Strangpresstechnik)
- Direktmontage durch Selbstklebefolie (vormontiert)

- Bestmogliche Warmeabstrahlung durch schwarz eloxierte Oberflache

- Anordnung und Anzahl der Stifte fur optimalen Luftdurchsatz

- gleichmafige Warmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Warmeflussrichtung
- fir erzwungene und freie Konvektion geeignet
- RthK- Werte gelten fur natirliche Konvektion (ohne Fremdbeliiftung)
- Aluminiumlegierung: Al MgSi 0,5
- Wéarmeleitwert: 180-200 W/mK

- kundenspezifische Modifikationen und Sonderausfuihrungen, andere Stiftlangen und Oberflachen auf Anfrage.
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Alutronic Kiihlkérper GmbH Co. KG| Auf der Lébke 9-11|D-58553 Halver|Tel: 02353 9155|Fax:02353 915333|www.alutronic.de
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